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Boitier electronique 

L'invention conceme des boniers ou plugs respectant la norme GSM 11.11 
(plug 2G) et/ou le projet de 3idme generation (plug 3G). 

5 

L'invention conceme plus g6n6ralement tout support, de donn6es 
comprenant un microclrcuit. 

La figure 1 illustre un processus classique de fabrication d'un bottler, par 
1 0 exemple, un plug utilisable dans une t6l6phone mobile. 

Dans le processus classique de fabrication d'un boTtier illustre a la figure 1, 
les modules sont fabriqu6s ind§pendamment du corps de carte, lis sort 
g6n§ralement testes individuellement, puis, s'ils sont bon. lis sont encart^s 
dans un corps de carte. Le corps de carte est ensuite d6coup6 au format 
d'un bottler. Le microcircult du bottler est ensuite k nouveau test6. Ce 
deuxieme test peut se faire aussi apr6s I'encartage mals avart la d6coupe. 

On obtient une carte avec une pr6d§coupe au fomiat du plug entourant un 
20 module ins6r6 pr^alablement. Avart utilisation, le plug dolt §tre d§couper 
manuellement. 
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Un aspect de l'invention consiste k obtenir directemem un plug utilisable par 
le client sans passer par I'etape carte mais par un bottler comprenant: 
26 . une partle comprenart un module. Le module comprenart un microclrcuit. 
• un corps au format du plug. 

L'ensembte du bottler peut etre avantageusemert obtenu par surmoulage. Le 
sumioulage permet d'obtenir diff^rentes formes et done de permettre 
30 dlff§rentes options: 

. re-enclipsage du plug dans une carte support au forniat ISO pour assurer 
la compatibilite amont demand^e par certalnes applications, 



• integration directe du plug "3G" (plug limite a la zone active (microcircuit 
.. et connexion)) avec corps "2Q" assurant uniquement la prehension 
pendant la phase de mise en place du plug "SG" puis secable au niveau 
de points volontairement fragilis^s 

5 

La figure 2 illustre un exemple de boTtier comprenant une grille m^tallique 
decouple (1), m^taliisee puis emt)OSsee pour former: 

" des plages de contacts(2), 

* des pads de cablage(3), 
10 ■ des zones de manipulation (trous d'indexation, support, etc. . .) 

Dans une ^tape de surmoulage du bottler, la grille mStaliique est ensuite 
avantageusement surmoul^e, par exemple, par un themioplastique(4) pour 
former : 

15 ■ un malntient de la grille metalllque(l), 

■ des bords de reference (5) du plug, 

■ des zones de detrompage 2G (6b) et 3G(6a) 

"une cavite(7) pour assurer le logement du microcircuit et delimiter 
I'enrobage, 

20 " des points de fragilisation dans le cas de I'option plug 2G s^cabie en 

3G(zone s§cable 8), 

■ un clip pour r6introduire le plug dans une carte (en option). 

La cavitd (7) d^dl^e au logement du microcircuit est du coi6 des contacts afin 
25 de lib^rer la face am^re pour la personnalisation graphlque (marquage des 
num^ros, logo, etc.). 

Si l-optlon 3G n'est pas utiiis^e, la cavity peut Stre en face arri^re si cela 
facilite la realisation du plug. 

30 Un tel boTtier est d^cris dans la demande de brevet intemationale WO 
0245010. 



La figure 3 illustre un mode de fabrication en bande des boTtiers. Ce mode de 
fabrication en bande consiste a utiliser une bande support comportant 

• des trous d'indexage et de d^trompage (9), 

• des zones de prehension (appui, pincement, etc...)(1 0), 

• des zones de jonctlon stables (11). 

La bande support comprenant en outre une plurality de grilles mdtallique (1). 
Une grille m^tailique (1) comprenant : 

■des plages de contacts(2), 

■des pads de cdbiage(3), 

■des zones de manipulation (trous d'Indexation. support, etc..) 

Les zones de jonctions sdcables (11) permetlent de joindre une grille 
mdtallique (1) aux zones de prehension (10) de la bande support. 

Dans une 6tape de surmoulage de la bande support, la bande support est 
aiors surmoul6e au niveau notamment des grilles metalllques (1) afin de 
former le corps des dlff^rents boTtiers. Le surmoulage peut se faire en 
utilisant, par exemple, un thermoplastique. 

Dans une dtape d'assemblage micro-6lectronique, des microcircuits sont 
inserts dans les cavit^s (7). Les microcircuits sont ensuite connects 
eiectriquement aux pads de cSblage (3) puis enrobes avec une rdsine 
protectrice. 

Dans une ^tape de test et d© personnallsation, les corps de bottlers sont 
personnalis^s graphiquement . Dans cette m&me 6tape, les microcircuits 
sont testes et pei^onnalisds. 

Dans un© ^tape de d§coupe, les boltiers sont d6coup6s pour etre separ^s du 
reste d© la bande support afin d'§tre ©mball6s. 



De. preference, juste avant I'^tape d^asseniblage micro-electronique, une 
6tape d'impresslon des diff6rents corps de boTtier peut §tre introdulte. 
Les grilles mdtalllque (1) de la bande support sont ici en mdtal. Plus 
5 g^neralement elles peuvent §tre constitutes de tout autre mattriau 
conducteur. 

Les 6l6ments 9, 10 et 1 1 de la bande support peuvent §tr© en m6tal ou en 
tout autre mat6riau dont la rigidity permet une bonne prehension. II peut 
10 s'aglr, par exemple, d'une matidre plastique. 

Selon une alternative, lors de I'dtape de surmoulage (soit d'un bottler seul 
soit d'une bande de support), il est possible de surmouler tgalement des 
zones dedlees a une 6ventuelle manipulation individuelle d'un boTtier unique. 
15 Ces zones d6diees peuvent dtre, par exemple, des encoches et^ou des trous 
pour assurer, par exemple, le taquage, Torientation. 

Dans le cadre d'une fabrication unitaire de boTtiers, il est possible d'utiliser 
une bande support recyclable, par exemple, alv6olaire, pour pouvoir ensuite 
20 les manipuler de fa9on collective. 

Dans le proc§dt fabrication en bande des bottlers, on teste une seule fois les 
microcircuits. En outre on manipule juste une bande support. II n'y a pas 
besoin de construire d'un c6\6 des modules et de I'autre des corps de cartes. 
25 Le proc6d6 de fabrication est done plus simple. En outre on a juste besoin de 
la matl§re plastique ntcessaire k fabriquer les corps de boTtier car II n'y a 
plus de carte k dtcouper au format du boTtier. Done le proctd6 de fsd^rication 
en bande des boTtiers est plus tconomique. 

30 Option "r^-enclipsaae" du olua dans une carte ISO: 
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Le sumnoulage de ia grille m§tallique autorise la realisation de systdme 
d'Insertion et de maintien. du plug dans une carte ISO ciassique. La carte 
receptrice disposerait d'un logement et d'encrages moulds ou usinds. 

La figure 4 illustre une solution basde sur des formes queues d'aronde (mSIe 
/ femelle) qui s'emboTtent. Tout autre solution est envisageable. 

1.1 - DEFINITION ET UTIUSATION D'UN BOITIER INTEQRAISIT: 

• des didments permettant d'assurer I'assemblage d'un microcirciilt et sa 
connexion avec un lecteur; 

■ zone de report, 

> connexion filaire ou flip ciiip, 

■ dessin assurant la maltrlse de I'enrobage, 

■ plage de contact pour le raccordement k un lecteur. 

• une forme generate du boTtier rdpondant k des specifications dddiees. 
Par exemple: 

■ mise en reference dans un logement, 

■ definition du dessin suivant des entires cosmetiques, 

■ insertion et maintien par clip dans un support correspondemt (carte 
ISO par exemple), 

■ boTtier secable assurant une Evolution de la fonctionnaiit6 des fornies 
gdndrale (plug 2G vers 3G par exemple). 

L'application plug SIM n'Stant qu'un exemple de specification. 

1.2- CONDITIONNEMENT DES BOITIERS POUR LEUB 
FABRICATION 

1.2.1 - Utilisation d'une bande supportant les boTtiers dfes leur 
fabrication 

Eile poss^de tous les elements ndcessaire k sa manipulation durant les 
diffdrentes Stapes du processus final: 
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• trous d'indexage et/ou de detrompage,(9) 

• zones permettant la mise en appui ou le pincement par ies systemes de 
manipulation automatiques el/ou manuels,(10) 

• zones de raccordement avec la boTtier facditant la separation finale 
(d^coupe m^canique, rupture parpliage, etc...).(11) 

1.2.2 - Utilisation unitaire du boTtier 
Les boTtiers peuvent §tre aussi s^par^s les uns des autres. Solt 

• k une fabrication unitaire, 

• ii.une ddsolidarlsation imm^diatement apres sa fabrication a partir d'une 
bande support. 

Les boTtier etant ensuite repris un par un dans les etapes du processus final 
k partir d'un stockage: 

• en vrac (bols vibrants par exemple), 

• en bobine recyclable (type blister) 

1.3- DANS LE CADRE PLUS SPECIFIQUE DE L'APPLICATION SIM: 

Principe d*un kit "plug" plus "carte r6ceptrice" garantissant: 

• le reposltionnement du plug suivant les contralntes ISO (ou toute autre 
specification), 

• le maintien en position du plug malgre des deformations du support 
(torsions, flexions, etc..) 

Dans la description cl-dessus , les bottlers sent des plugs 2G et/ou 3G. Plus 
generalement, les boTtiers peuvent §tre tout support de donn^es comprenant 
un microcircuit. 

Note : un nnodule comprend notamment un microcircuit et de la r6sine 
protectrice. 
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Revendicatlons 

1. Bande support comprenant des zones (10) de prehension 
sensiblement parall^le, la bande support comprenant en outre, une 
plurality d'^rdments support (1), un ^l^ment support comprenant des 
dl^ments conducteurs, un ^I6ment conducteur comprenant une plage 
de contact et un plot de cdblage, la bande support etant caracteris^ 
en ce que un 6]6ment support (1) est relive h une zone (10) de 
prehension au moyen.d'une zone de jonction (1 1) s6cable 

2. Bande support selon la revendicatlon 1, caract6ris6e en ce que 
I'dldment support (1) est une grille support. 

3. Bande support selon la revendioation 1, caract6ris§e en ce que 
r6l6ment support (1) comprend un bord (6a) de d^trompage. 

4. Bande support selon la revendicatlon 2, caract6ris4e en ce que 
rel6ment support (1) comprend un second bord (Sb) de detrompage. 

5. Bande support selon la revendicatlon 1, caract^ris^e en ce que 
i'el^ment support (1) est metallique. 

6. Bande support selon la revendicatlon 2, caract^rlsee en ce que 
r6l6ment support (1) a un contour dont la g^om^trie respecte 
sensiblement la norma GSM 1 1 . 1 1 . 

7. M^thode de fabrication d'une plurality de bottlers k partir d'une bande 
support comprenant un plurality d'6l§ments support (1), un 6l6ment 
support comprenant des plots de cablage. la m^thode comprenant 
les Stapes suivantes : 
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- una dtape de surmoulage, dans laquelle les §l6ments support (1) 
de la bande support sont surmoul^s afin de former le corps des 
diffdrents boTtiers ; 

- une 6tape d'assemblage micro-dlectronlque, dans laquelle des 
5 microcircufts sont connectes electriquement aux plots de cliblage 

(3). 

- une etape de decoupe, dans laquelle les boTtiers sont 
decoup6s afin de les separer du reste de la bande support. 




Abr6g6 

L'abr^gd conceme une bande support comprenant des zones (10) de 
prehension sensiblement parall^le, la bande support comprenant en outre 
5 une plurality d'^l^ments support (1), un element support comprenant des 
elements conducteurs, un 6l6menX conducteur comprenant une plage de 
contact et un plot de cSblage, la bande support ^tant caract^risee en ce que 
un Element support (1) est rellde k une zone (10) de prehension au moyen 
d'une zone de jonction (1 1) s6cable 

10 

Figure 1. 
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